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The Principles of In May 1995 the IPC’s Technical Activities Executive Committee (TAEC) adopted Principles of

Standardization Standardization as a guiding principle of IPC’s standardization efforts.
Standards Should: Standards Should Not:
 Show relationship to Design for Manufacturability * Inhibit innovation
(DFM) and Design for the Environment (DFE) * Increase time-to-market
* Minimize time to market » Keep people out
* Contain simple (simplified) language * Increase cycle time
* Just include spec information * Tell you how to make something
* Focus on end product performance * Contain anything that cannot
¢ Include a feedback system on use and be defended with data

problems for future improvement

Notice IPC Standards and Publications are designed to serve the public interest through eliminating mis-
understandings between manufacturers and purchasers, facilitating interchangeability and improvement
of products, and assisting the purchaser in selecting and obtaining with minimum delay the proper
product for his particular need. Existence of such Standards and Publications shall not in any respect
preclude any member or nonmember of IPC from manufacturing or selling products not conforming to
such Standards and Publication, nor shall the existence of such Standards and Publications preclude their
voluntary use by those other than IPC members, whether the standard is to be used either domestically
or internationally.

Recommended Standards and Publications are adopted by IPC without regard to whether their adoption
may involve patents on articles, materials, or processes. By such action, IPC does not assume any
liability to any patent owner, nor do they assume any obligation whatever to parties adopting the
Recommended Standard or Publication. Users are also wholly responsible for protecting themselves
against all claims of liabilities for patent infringement.

IPC Position It is the position of IPC’s Technical Activities Executive Committee that the use and implementation of
Statement on IPC publications is voluntary and is part of a relationship entered into by customer and supplier. When
Specification an IPC publication is updated and a new revision is published, it is the opinion of the TAEC that the use
Revision Change of the new revision as part of an existing relationship is not automatic unless required by the contract.
The TAEC recommends the use of the latest revision. Adopted October 6, 1998
Why is there Your purchase of this document contributes to the ongoing development of new and updated industry
a charge for standards and publications. Standards allow manufacturers, customers, and suppliers to understand one
this document? another better. Standards allow manufacturers greater efficiencies when they can set up their processes

to meet industry standards, allowing them to offer their customers lower costs.

IPC spends hundreds of thousands of dollars annually to support IPC’s volunteers in the standards and
publications development process. There are many rounds of drafts sent out for review and the commit-
tees spend hundreds of hours in review and development. IPC’s staff attends and participates in com-
mittee activities, typesets and circulates document drafts, and follows all necessary procedures to qualify
for ANSI approval.

IPC’s membership dues have been kept low to allow as many companies as possible to participate.
Therefore, the standards and publications revenue is necessary to complement dues revenue. The price
schedule offers a 50% discount to IPC members. If your company buys IPC standards and publica-
tions, why not take advantage of this and the many other benefits of IPC membership as well? For
more information on membership in IPC, please visit www.ipc.org or call 847/597-2872.

Thank you for your continued support.
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J-STD- 001

ADOPTI ON NOTI CE

J- STD- 001, "Requirenents for Soldered Electrical and El ectronic
Assenblies", was adopted on 19-JUL-01 for use by the Departnent
of Defense (DoD). Proposed changes by DoD activities nust be
submtted to the DoD Adopting Activity: Commander, US Arny

Tank- Aut onoti ve and Armanents Conmand, ATTN. AMSTA-TR-E/ | E,
Warren, M  48397-5000. Copies of this docunent may be purchased
fromthe The Institute for Interconnecting and Packagi ng
Electronic Crcuits, 2215 Sanders Road, Northbrook, IL
60062-6135. http://ww.ipc.org/

Cust odi ans: Adopting Activity:
Arny - AT Arnmy - AT
Navy - AS (Project SOLD 0059)

Revi ewer Activities:
Arnmy - AV, M

AREA SOLD

DI STRI BUTI ON STATEMENT A: Approved for public release; distribution
is unlimted.
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Multumiri

Membrii Grupului de Lucru pentru Standardul National pentru Tehnici de Lipire (5-22a) au lucrat impreuna la elaborarea
acestui document. Dorim sa le multumim tuturor pentru devotamentul si efortul lor depus in aceasta activitate. Orice
publicatie implica o tehnologie complexa de culegere de materiale dintr-o multitudine de surse. Cu toate ca mai jos

sunt prezentati principalii membri din Grupul de Lucru al Standardului National Comun pentru Tehnici de Lipire, nu

este posibil ca sa-i putem enumera pe toti aceia care au contribuit la elaborarea acestui standard. Fiecaruia dintre ei,
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Cerinte pentru Ansamblurile
Electrice si Electronice Lipite

1 GENERALITATI

1.1 Domeniu Acest standard descrie practicile si cerintele
pentru fabricarea ansamblurilor electrice si electronice
lipite. In trecut, standardele de lipire ale ansamblurilor
contineau tehnici de indrumare cuprinzéitoare cu adresare
in special principiilor si tehnicilor. Pentru o mai buna
intelegere a recomandarilor si cerintelor acestui document,
se poate utiliza impreuna cu IPC-HDBK-001 si IPC-A-610
si IPC-HDBK-610.

Atunci cand J-STD-001 este citat sau cerut in contract,
cerintele din IPC-A-610 nu se aplica decat in cazul cand
este cerut separat sau in mod special. Cand IPC-A-610 este
citat impreuna cu J-STD-001, ordinea de prioritate trebuie
sa fie stabilita in documentele insotitoare.

1.2 Scop Acest standard descrie materialele, metodele
si criteriile de acceptare pentru ansamblurile electrice si
electronice lipite. Intentia acestui document este aceea
de a pune baza pe metodologia de control a procesului
pentru a se asigura ca in timpul fabricatiei unui produs
nivelele stabilite de calitate sunt respectate. Nu este n
scopul acestui standard excluderea oricarei proceduri
pentru plasarea componentelor, a fluxului si a aliajului
folosit in obtinerea de conexiuni electrice.

1.3 Clasificare Acest standard recunoaste impartirea
ansamblurilor electrice si electronice dupa scopul utilizarii
© finale. Au fost stabilite trei clase de produse finale care

~ reflecta diferentele in caracterul de realizare practica,

© complexitate, cerinte de performante functionale si

: frecventa verificarilor (inspectie/testare). Ar trebui

" recunoscut faptul ca existd suprapuneri intre clase in

~ cazul unui echipament.

; Utilizatorul (v. 1.8.13) poarta responsabilitatea pentru
definirea clasei de produs. Clasa produsului ar trebui
sa fie specificatd in setul documentelor insotitoare.

CLASA 1 Produse Electronice Generale
Cuprinde produsele potrivite aplicatiilor unde cerinta
majord este functionarea ansamblului complet.

CLASA 2 Produse Electronice pentru Aplicatii Dedicate

Cuprinde acele produse unde se cere o performanta
continua si o durata de viata extinsa, si pentru care
functionarea neintrerupta este dorita dar nu e critica.

CLASA 3 Produse Electronice de inalti Performanta

Cuprinde acele produse unde se cere tot timpul performanta
inalta sau unde cererea de performanta este un factor critic,
timpul de cadere al echipamentului nu poate fi tolerat,
conditiile de utilizare ar putea fi neobisnuit de grele

si echipamentul trebuie sa functioneze atunci cand este
nevoie de el, de exemplu cum ar fi cele care sustin viata
sau alte sisteme critice.

1.4 Unitati de Masura si Utilizare Toate dimensiunile

si tolerantele si la fel de bine si alte unitati de masura
(temperatura, greutate etc.) din acest standard sunt
exprimate in unitati SI (Sistem International) cu asigurarea
exprimarii i in unitati Imperiale Britanice in paranteze.
Dimensiunile si tolerantele folosesc milimetri ca forma
principala: micronii sunt folositi atunci cand precizia face
ca milimetri sa fie dificil de utilizat. Celsius se foloseste

la exprimarea temperaturii. Greutatea este exprimata in
grame.

1.4.1 Verificarea Dimensiunilor Dimensiunile reale ale
elementelor montate si ale racordurilor lipiturilor precum

si determinarea procentelor nu sunt cerute decat in situatiile
de arbitraj. Pentru scopurile determinarii conformitatii

cu aceasta specificatie, toate valorile limita specificate n
acest standard sunt valori limita absolute asa cum sunt ele
definite de ASTM E29.

1.5 Definitia Cerintelor Cuvantul va trebui este folosit

in textul acestui document ori de cate ori exista o cerinta
pentru materiale, pregatire, controlul procesului sau
acceptarea unei conexiuni lipite. Acolo unde cuvantul

va trebui duce la un defect de hardware pentru cel putin

o clasd, cerintele pentru fiecare clasd sunt notate in casetele
cu text din apropierea textului incident. Aceste casete sunt
totalizate In Anexa A. Anexa A identifica conditiile listate
pentru fiecare clasa fie ca “Defect”, “Indicator de Proces”,
“Acceptabil”, sau “Cerintd Nestabilitd”. In cazul unei
nepotriviri intre cerintele din casetele cu text i Anexa
A, cerintele listate in casete au prioritate.

Desenele si ilustratiile din interiorul acestui document
ajuta la interpretarea cerintelor scrise din acest
standard. Textul scris are prioritate asupra figurilor.

IPC-HDBK-001, un document insotitor al acestei
specificatii, contine explicatii importante i informatii
practice alcatuite de /PC Technical Committies 1n legatura
cu aceasta specificatie. Desi HDBK nu este o parte a

acestei specificatii, atunci cand apare dme nts
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citirea cuvant cu cuvant a unei specificatii, cititorul este
indrumat la HDBK pentru deslusire.

1.5.1 Defecte Hardware si Indicatoare de Proces
Caracteristicile hardware sau conditiile care nu sunt
conforme la cerintele acestei specificatii sunt clasificate fie
ca defecte hardware sau indicatoare de proces hardware.

Defectele hardware listate in casutele
text aplicabile vor trebui' sa fie
identificate, documentate si tratate, de

(1) Clasa 1-Defect
Clasa 2-Defect
Clasa 3-Defect

ex. reprocesate, rebutate, reparate sau
utilizate asa cum sunt.

Nu toti indicatorii de proces specificati de acest standard
sunt prezentati in casetele de text. Indicatorii de proces
hardware ar trebui sa fie inregistrati (v. 11.3) dar
hardware-ul nu trebuie sa fie tratat.

Este in responsabilitatea utilizatorului (v. 1.8.13) de a
defini categorii suplimentare sau unice de defecte aplicabile
la produs. Este in responsabilitatea producatorului (v. 1.8.5)
de a identifica defectele si indicatoarele de proces care sunt
unice la un proces de asamblare (v. 1.13.2).

1.5.2 Materiale si Procese Neconforme Hardware-ul
gasit a fi produs fie cu materiale sau procese care nu sunt
conforme cu cerintele acestui standard va trebui” sa fie
tratat cand conditia este un defect prezentat in casetele
alaturate cu text. Aceasta tratare va trebui’ si se adreseze

efectului potential al neconformitatii
asupra capabilitatii functionale a
hardware-ului cum ar fi fiabilitatea

(2) Clasa 1-Defect
Clasa 2-Defect
Clasa 3-Defect

si durata proiectata de viata
(longevitatea).

Nota: Materialul si procesul neconform diferd de defectele
si indicatorii de proces hardware prin aceea ca materialele/
procesele neconforme, de cele mai multe ori nu duc la
schimbari evidente in aspectul hardware-ului dar pot avea
impact asupra performantelor hardware-ului; de ex. aliaj
contaminat, aliaj de lipire incorect (in conformitate cu
proiectul sau procedura).

1.6 Cerinte Generale Aplicarea cerintelor acestui
standard necesita stabilirea unui acord asupra carei clase
apartine produsul realizat. Daca utilizatorul si fabricantul
nu stabilesc impreuna si nu aplicad proceduri documentate
asupra conditiei de acceptabilitate, producatorul ar putea
sa facd acest lucru.

Proiectele pentru ansamblurile motate pe suprafatd (SMT)
necesita sa treaca prin proceduri de “Proiectare pentru
Fiabilitate” (Design for Reliability) bazate pe parametrii
proiectati, conditii de utilizare, durata de viata si riscul
acceptat de cadere in funtionare pentru a verifica si
asigura capabilitatea proiectelor de realizare a unei

Pentru “Design for Reliability” puteti consulta IPC-D-279
si IPC-9701.

Operatiile de lipire, echipamentele si conditiile descrise
in acest document sunt bazate pe proiectarea si fabricarea
circuitelor electrice/electronice in conformitate cu
specificatiile prezentate in Tabelul 1-1.

Tabel 1-1 Specificatii de proiectare si fabricatie

Spec.
Tip Cablaj Spec. proiectare fabricatie
Cerinte Generale IPC-2221 IPC-6011
Cablaje Rigide IPC-2222 IPc-6012
Cablaje Flexibile IPC-2223 IPC-6013
Cablaje Flex/Rig. IPC-2223 IPC-6013

Nota 1. Acest document aplica exceptiile la cablaje neechipate pentru
conditiile de “measling” din IPC-A-600G, Clauza 2.3.1, si IPC-6012,
Clauza 3.3.2.1.

1.7 Ordinea de prioritate Contractul are Intotdeauna
prioritate fata de acest standard, standarde de referinta
si desene.

1.7.1 Conflict in cazul unui conflict intre cerintele
acestui standard si desenul(ele)/documentatia aplicabila
ansamblului, desenul(ele)/documentatia aplicabila
ansamblului aprobat de utilizator are prioritate. in cazul
unui conflict intre textul acestui standard si documentele
aplicabile citate in acest document, textul acestui standard
are prioritate.In cazul unui conflict intre cerintele acestui
standard si desenul(ele)/documentatia ansamblului care
nu a fost aprobata de utilizator, acest standard este
determinant.

Cand IPC J-STD-001 este citat sau cerut prin contract,
cerintele din [PC-A-610 nu se aplica decat in cazul in
care este cerut in mod separat sau specific. Cand
IPC-A-610 sau alt document este citat impreuna cu
IPC J-STD-001, ordinea de prioritate trebuie definita
in documentele insotitoare.

1.7.2 Clauza cu Legaturi Relationale Cand se face
o trimitere la o clauza din acest document, clauzele
subordonate sunt aplicabile.

1.7.3 Anexele Anexele la acest Standard nu contin cerinte
obligatorii numai daca acest lucru este specificat separat in
documentele contractuale aplicabile, desene de asamblare,
documentatia specifica de aprovizionare sau comenzi de
achizitie.

1.8 Termeni si Definitii in afara altor termeni si definitii
explicate mai jos, cele folosite 1n acest standard sunt in
conformitate cu IPC-T-50.

1.8.1 Defect O neconformitate la cerintele acestui

standard (prezentatd pe parcurs sau-cu 'eferiaﬁc um ents
————Pocument-Sharing Hub

Licensee=Sandia National Lab/5932237100, User=sam, albert
Not for Resale, 05/28/2014 10:58:06 MDT

functionari fiabile asa cum se doreste de la acea aplicatie.

2
Copyright IPC-Association Connecting Electronics Industries
Provided by IHS under license with IPC
No reproduction or networking permitted without license from IHS

Full document details: IPC J-STD-001D ROMANIAN 2005


http://www.avadocuments.com/doc/ipc-j-std-001d-romanian-2005
http://www.avadocuments.com/doc/ipc-j-std-001d-romanian-2005

Februarie 2005

IPC J-STD-001D

Anexa A) sau alt factor de risc asa cum este identificat de
catre producator. (v 1.8.5).

1.8.2 Tratarea Determinarea felului in care defectele ar
trebui sa fie tratate. Tratarile includ, dar nu sunt limitate
la refacere, utilizare asa cum este, rebut sau reparare.

1.8.3 Distanta de lIzolare Electrici in cuprinsul

acestui document distanta minima intre conductoare
necomune neizolate (de ex., conductoare imprimate,
materiale, hardware, sau reziduuri) se refera la asa zisa
“distanta minima de izolare electrica” si este definita in
standardele de proiectare aplicabile sau in documentatia
aprobatd sau controlata. Materialul izolator necesita sa
asigure o izolare electrica suficienta. In absenta unui
standard de proiectare cunoscut se foloseste Anexa D
(care este extrasa din [PC-2221). Orice afectare a distantei
fhinime de izolare electrica reprezinta o conditie de defect.

1.8.4 Tensiune inalta Termenul de “ tensiune nalta”

va fi diferit de la proiect la proiect sau aplicatie. Criteriile
de tensiune inalta din acest document sunt aplicabile doar
cand se cere in mod special in documentatia de proiect/
aprovizionare.

1.8.5 Producitorul (Asamblorul) Individul, organizatia
sau compania responsabild pentru procesul de asamblare
si activitatile de verificare necesare si care asigura
conformitatea deplina ale ansamblurilor la cerintele
acestui standard.

1.8.6 Dovezi Obiective Dovezi sub forma scrisa, date de
calculator, inregistrari video, sau alt tip de media.

1.8.7 Controlul Procesului Un sistem sau o metoda

de conducere continua a unei operatii pentru reducerea
variatiilor n procese si produse cu scopul de a indeplini
sau depasi obiectivele de realizare a performantelor si
cele de calitate.

1.8.8 Indicator de proces O anomalie detectabila, alta
decat un defect, care este atribuita unor variatii de material,
operarea echipamentului, executiilor manuale sau procese.

1.8.9 Competenta Capabilitatea de indeplini sarcinile
in conformitate cu cerintele si procedurile de verificare
detaliate 1n acest standard.

1.8.10 Fata Destinatie a Aliajului Fata de destinatie a
aliajului este acea fatda a PCB spre care aliajul curge in
aplicatiile cu gauri.

1.8.11 Fata Sursa a Aliajului Fata sursa a aliajului este
acea fatd a PCB pe care aliajul este aplicat.

1.8.12 Furnizor Individul, organizatia sau compania

care asigurd producatorului (asamblorului) componente
(electronice, electromecanice, mecanice,cablaje,etc) si/
sau materiale (aliaj de lipit, flux,agenti de curatire, etc)

1.8.13 Utilizator Individul, organizatia, compania,
autoritatea desemnatd pentru contractare, sau agentia
responsabila cu procurarea hardware-ului electric/
electronic si avand autoritatea de a defini clasa
echipamentului si orice variatii sau restrictii de la
cerintele acestui standard.(de ex. autorul/titularul
contractului in care sunt prezentate in detaliu aceste
cerinte)

1.9 Cerinte pentru subcontracte Atunci cand acest
standard este cerut in contract, cerintele aplicabile acestui
standard (incluzand clasa produsului — v. 1.3) vor trebui’
sa fie impuse la toate subcontractele aplicabile, desene de
asamblare, documentatia si comenzile
de achizitii. Pana cand se specifica in
alt mod, cerintele acestui standard nu
sunt impuse asupra ansamblurilor sau
subansamblurilor comerciale, de raft
sau de catalog.

(1) Clasa 1-Defect
Clasa 2-Defect
Clasa 3-Defect

Cand un reper este definit corespunzator de specificatii,
atunci cerintele acestui standard ar trebui sa fie impuse

la fabricarea acelui reper doar atunci cand este necesar

sa fie indeplinite cerintele produsului final. Atunci cand
insa este neclar unde ar trebui s se opreasca cu cerintele,
este in responsabilitatea producatorului de a stabili acesta
precizare impreuna cu utilizatorul.

1.10 Competenta Personalului Toti instructorii, operatorii
si personalul de inspectie vor trebui* si fie competenti in
indeplinirea sarcinilor. Dovezile obiective ale competentei
vor trebui’ si fie mentinute si disponibile pentru analiza.
Dovezile obiective ar trebui sa includa inregistrari ale
instruirilor aplicabile la functiile indeplinite, experienta

in munca, testari la cerintele acestui
standard, si/sau rezultatele la analizele
periodice ale competentei.
Supravegherea si instruirea la locul

de munca este acceptabild pana cand
competenta este demonstrata.

(2) Clasa 1-Nestab
Clasa 2-Defect
Clasa 3-Defect

1.11 Cerinte de Acceptare Toate
produsele vor trebui® si indeplineasci
cerintele de asamblare specificate

in desene/documentatii si cerintelor
aplicabile clasei de produs specificate
in acest document.

(3) Clasa 1-Defect
Clasa 2-Defect
Clasa 3-Defect

(4) Clasa 1-Nestab
Clasa 2-Defect
Clasa 3-Defect

Producitorii vor trebui* si realizeze o
inspectie de 100% a produselor, in cazul cand se poate

aplica o inspectie prin esantignare, aceDtOBMm eats
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parte dintr-un plan documentat de control al procesului (v.
11.2.2)

1.12 Cerinte Generale de Asamblare Integritatea electrica

si mecanica a componentelor si
ansamblurilor va trebui’ sa fie
pastratd dupa toate procesele aplicate

(1) Clasa 1-Defect
Clasa 2-Defect
Clasa 3-Defect

in timpul fabricatiei si asamblarii
(de ex. manipulare, stocare termica,
fluxare, lipire si curatare)

1.13 Alte Cerinte

1.13.1 Sanatate si Protectie Utilizarea unor materiale,
la care face referire acest standard, poate avea efecte
necontrolate. Pentru asigurarea sigurantei personalului,
respectati cerintele locale aplicabile de protectie a muncii.

1.13.2 Proceduri pentru Tehnologii Speciale Caun
document de consens industrial, acesta nu poate acoperi
toate combinatiile posibile de componente si proiecte, de
ex. infasurarile magnetice, frecventa inalta, tensiune inalta,
etc. Acolo unde sunt folosite tehnologii nestandardizate sau
strict specializate, ar putea sa fie necesara dezvoltarea unor
criterii unice de acceptabilitate. Adesea, definitia unica este
necesara pentru a lua in considerare caracteristicile speciale
in timp ce se au in vedere criteriile de performanta ale
produsului.

Dezvoltarea acestora ar trebui sa

(2) Clasa 1-Nestab
Clasa 2-Nestab
Clasa 3-Defect

(3) Clasa 1-Nestab
Clasa 2-Defect
Clasa 3-Defect

includa implicarea utilizatorului.
Criteriul de acceptare va trebui’

sa aiba aprobarea acestuia. Cerintele
de plantare si lipire pentru procesele
si/sau tehnologiile nespecificate in

cuprinsul acestui document vor
trebui’ si fie realizate in conformitate cu proceduri
documentate si care vor fi disponibile pentru analiza.

Ori de cate ori este posibil aceste criterii ar trebui
sa fie supuse Comitetului Tehnic IPC pentru a fi
luate in considerare in vederea includerii lor in
reviziile urmatoare ale acestui standard.

1.13.2.1 Fabricatia unor Dispozitive care incorporeaza
infagurari Magnetice Acest standard este foarte limitat

in aplicabilitatea proceselor de fabricatie asociate cu
montarea circuitelor electronice interne, cu lipirea
conexiunilor interne ale transformatoarelor, motoarelor si
dispozitivelor similare. In afard de cazul cand un utilizator
are o necesitate specificd pentru controlul asigurat de acest
standard, cerintele echivalente nu ar trebui sa fie impuse

1. www.eia.org
2. www.ipc.org

la fabricatia elementelor interne ale acestor dispozitive.
Punctele de interconexiuni externe (de ex. terminale,
pini, etc) vor trebui* sa indeplineasca
cerintele de solderabilitate(lipitura)
ale acestui document, mai putin
imbatrinirea accelerata la vapori

de apa.

(4) Clasa 1-Defect
Clasa 2-Defect
Clasa 3-Defect

1.13.2.2 Aplicatii de Inalta Frecventd Aplicatiile de inaltd
frecventa (de ex. unde radio sau microunde) ar putea
impune distante speciale, sisteme de montare si proiecte de
asamblare care pot diferi de cerintele stabilite in cuprinsul
acestui document.

1.13.2.3 Aplicatii de Inalta Tensiune Aplicatiile de inaltd
tensiune ar putea impune distante
speciale, sisteme de montare si
proiecte de asamblare care pot diferi
de cerintele stabilite in cuprinsul
acestui document.

(5) Clasa 1-Defect
Clasa 2-Defect
Clasa 3-Defect

Firele care sunt la un potential de 6kV si mai mare nu vor
trebui® s fie rupte.

2 DOCUMENTE APLICABILE

Urmatoarele documente, ale prezentei publicatii ca efect,
se constituie ca o parte a acestui document pentru a extinde
specificatiile precizate pe parcursul acestei publicatii.

2.1 EIA?

EIA-557-1 Statistical Process Control Guidance for
Selection of Critical Manufacturing Operations for Use
Implementing an SPC System for Passive Components

2.2 |PC2

IPC-HDBK-001 Requirements for Soldered Electrical
Electronic Assemblies Handbook

IPC-A-36 Cleaning Alternatives Board

IPC-T-50 Terms and Definitions for Interconnecting and
Packaging Electronic Circuits

IPC-D-279 Design Guidelines for Reliable Surface Mount
Technology Printed Board Assemblies

IPC-A-610 Acceptability of Electronic Assemblies
IPC-0I1-645 Standard for Visual Optical Inspection Aids
IPC-TM-650 Test Methods Manual3

2.3.25 Detection and Measurement of Ionizable Surface
Contaminants

2.3.27 Cleanliness Test Residual Rosin

3. Metodele de test curente si reviziile lor sunt disponibile prin intermediul subscribtiei la IPC-TM-650 ori pe site-ul IPC (Brw.ipc.org/

html/testmethods.htm) ocume ntS
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2.3.28 Tonic Analysis of Circuit Boards Ion
Chromatography Method

2.3.38 Surface Organic Contamination Detection

2.3.39  Surface Organic Contamination Identification Test
(Infrared Analytical Method)

2.4.22 Bow and Twist

263 Moisture and Insulation Resistance, Rigid,
Rigid/Flex and Flex Printed Wiring Boards

2.6.3.3 Moisture and Surface Insulation Resistance,
Fluxes

IPC-SM-817 General Requirements for Dielectric Surface
Mounting Adhesives

IPC-CC-830 Qualification and Performance of Electrical
Insulating Compound for Printed Board Assemblies

IPC-2221 Generic Standard on PWB Design
IPC-2222 Sectional Standard on Rigid PWB Design

IPC-2223 Sectional Design Standard for Flexible Printed
Boards

IPC-6011 Generic Performance Specification of Printed
Boards

IPC-6012 Qualification and Performance Specification for
Rigid Printed Boards

IPC-6013 Qualification and Performance for Flexible
Printed Boards

IPC-7095 Design and Assembly Process Implementation
for BGAs

IPC-9191 General Guidelines for Implementation of
Statistical Process Control (SPC)

IPC-9201 Surface Insulation Resistance Handbook

2.3 Joint Industry Standards*

IPC/EIA J-STD-002 Solderability Tests for Component
Leads, Terminations, Lugs, Terminals and Wires

J-STD-003 Solderability Tests for Printed Boards
J-STD-004 Requirements for Soldering Fluxes
J-STD-005 Requirements for Soldering Paste

J-STD-006 Requirements for Electronic Grade Solder
Alloys and Fluxed and Non-Fluxed Solid Solders for
Electronic Soldering Applications

IPC/JEDEC J-STD-020 Moisture/Reflow Sensitivity
Classification for Plastic Integrated Circuit Surface
Mount Devices

4. www.ipc.org
5. www.astm.org

IPC/JEDEC J-STD-033 Standard for Handling, Packing,
Shipping and Use of Moisture/Reflow Sensitive Surface
Mount Devices

IPC/JEDEC-9701 Performance Test Methods and
Qualification Requirements for Surface Mount Solder
Attachments

2.4 ASTM®

ASTM E29 Standard Practice for Using Significant
Digits in Test Data to Determine Conformance with
Specifications

2.5 Electrostatic Discharge Association®

ANSI/ESD-S-20.20 Protection of Electrical and Electronic
Parts, Assemblies and Equipment

3 CERINTE PENTRU MATERIALE, COMPONENTE $I
ECHIPMENTE

3.1 Materiale Materialele si procesele folosite pentru a
asambla/produce ansambluri electronice vor trebui' s fie
astfel selectionate incat folosirea acestora in combinatie sa
conducd la produse acceptabile la
acest standard.

(1) Clasa 1-Defect
Clasa 2-Defect
Clasa 3-Defect

(2) Clasa 1-Nestab
Clasa 2-Nestab
Clasa 3-Defect

Cand elemente majore ale unor
procese atestate sunt schimbate
(de ex., flux, pasta de lipit, medii
de curatare sau sisteme, aliaje de
lipit sau sisteme de lipit) validarea
acceptabilitatii schimbirilor va trebui® sa fie realizata
si documentata. Ele pot fi in legatura cu o schimbare

a furnizorului de PCB, a materialului folosit la masca
selectiva la lipire (solder mask) sau a metalizarii. Un
exemplu de metoda pentru validare este dat in Anexa C.

3.2 Aliaj Aliajele de lipit vor trebui’
sa fie In conformitate cu J-STD-006
sau echivalent. Se pot folosi si alte
aliaje de lipit decat Sn60A, Pb36B si
Sn63A dar care sd asigure calitatile
electrice si mecanice cerute produsului, daca toate celelalte
conditii ale acestui standard sunt indeplinite si dovezile
obiective ale acestora sunt disponibile pentru analiza.
Fluxul ca o parte integranta a firului de aliaj de lipit
(fludor) va trebui® sa indeplineasci cerintele din 3.3.
Procentajul de flux este optional.

(3) Clasa 1-Defect
Clasa 2-Defect
Clasa 3-Defect

3.2.1 Aliaj — Fara Plumb (Lead Free) Aliajele de lipit cu un
continut mai mic in greutate de 0.1% in plumb neprezentate
in J-STD-006 ar putea sa fie folosite atunci cand utilizarea

Documents
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lor este stabilita de comun acord de catre producator si
utilizator.

3.2.2 Mentinerea Puritatii Aliajului  Aliajul folosit pentru
preconditionare, indepartarea aurului, cositorire a partilor si
la masina de lipit (solder pot) va trebui' si fie analizat,
inlocuit sau completat cu o frecventd care sa asigure
conformitatea cu limitele specificate in Tabelul 3-1.

Aliajele, altele decat Sn60A, Sn63A
sau Pb36B aliaje Sn/Pb, vor trebui’
sa fie in conformitate cu limitele din

(1) Clasa 1-Nestab
Clasa 2-Defect
Clasa 3-Defect

documente echivalente.

Daca limitele contaminantilor sunt depasite, intervalele
dintre analize, inlocuire sau completare vor trebui’ si fie
scurtate. Frecventa analizelor ar trebui sa fie determinata pe
baza unor date istorice sau analize lunare. Inregistrarile
continand rezultatele tuturor analizelor si utilizarea baii de
lipit (de ex., timpul total in utilizare, cantitatea de aliaj
adaugati sau cantitatea de produse procesate) vor trebui’
sa fie mentinute cel putin un an pentru fiecare proces/

Cand sunt folosite alte nivele de reactivitate sau
alte materiale de flux, datele care sa demonstreze

compatibilitatea vor trebui® si fie
disponibile pentru analiza (v. 3.1)

Nota: Combinatiile testate anterior
dintre procesele de lipire folosind
paste sau fluxuri, sau care sunt
calificate in conformitate cu alte
specificatii, nu necesita testari
suplimentare.

(2) Clasa 1-Defect
Clasa 2-Defect
Clasa 3-Defect

(3) Clasa 1-Nestab
Clasa 2-Nestab
Clasa 3-Defect

Tipurile de flux H sau M nu vor trebui’ si fie utilizate la

cositorirea firelor multifilare.

3.3.1 Aplicarea Fluxului Atunci cand
se foloseste un flux extern impreuna
cu aliaj de lipit cu flux in interior (de
ex. fludor), fluxurile vor trebui® sa fie
compatibile.

3.4 Pasta de Lipire Pasta de lipire
va trebui® si fie in conformitate cu
J-STD-005 sau echivalent. Pasta de
lipire va trebui® de asemenea si

indeplinesca cerintele din 3.2 si 3.3.

3.5 Preforme de Lipire Preformele
de lipire vor trebui® sa indeplineasca
cerintele din 3.2 si 3.3.

(4) Clasa 1-Defect
Clasa 2-Defect
Clasa 3-Defect

(5) Clasa 1-Defect
Clasa 2-Defect
Clasa 3-Defect

(6) Clasa 1-Defect
Clasa 2-Defect
Clasa 3-Defect

sistem.
Tabel 3-1 Limitele' Aliajelor Staniu/Plumb
Limita max. de Contaminant% 2

Precond. (Terminal/ LipireAnsamblu

Contaminant FirCositorire) (Cuva,Val,Etc)
Cupru 0.750 0.300
Aur 0.500 0.200
Cadmiu 0.010 0.005
Zinc 0.008 0.005
Aluminiu 0.008 0.006
Antimoniu 0.500 0.500
Fier 0.020 0.020
Arsenic 0.030 0.030
Bismut 0.250 0.250
Argint3 0.750 0.100
Nichel 0.025 0.010

Nota 1. Continutul de staniu al aliajului de lipit va trebui’ s fie in intervalul
+-1.5% din valoarea nominala pentru aliajul specificat si testat la
aceleasi frecvente pentru contaminarea de cupru/aur. Balanta baii
va trebui’ s& fie plumbul sau elementele listate deasupra.

Nota 2. Cantitatea totala de impuritati de cupru, aur, cadmiu, zinc si aluminiu
nu va trebui sa depaseasca 0.4% pentru lipirea ansamblului.

Nota 3. Nu este aplicabil pentru Pb36B: limitele trebuie sa fie de la 1.75% la
2.25%.

3.3 Flux Fluxul va trebui’ sa fie in conformitate cu
J-STD-004 sau echivalent.

Fluxul va trebui’ sa fie conform nivelurilor reactivitatilor
LO si L1 ale fluxurilor din materiale ca rasind naturala
(RO), rasini sintetice (RE) sau organice (OR), cu exceptia
fluxului organic cu reactivitate L1 care nu va trebui® sa
fie folosit 1n procesele de lipire fara curatare (tehnologie
No Clean).

3.6 Adezivi Materialele adezive, neconductive electric,
folosite la fixarea componentelor ar trebui sa fie conforme
cu cerintele unui document acceptabil sau un standard, de
ex., IPC-SM-817 sau altul specificat.
Adezivii alesi nu vor trebui’ si
dauneze componentei sau ansamblului
asupra carora se aplica. Materialul va
trebui’ si fie intdrit, tratat
termic(polimerizat).

(7) Clasa 1-Defect
Clasa 2-Defect
Clasa 3-Defect

3.7 Materiale Chimice de Dezizolare
Solutiile chimice, pastele si cremele
nu vor trebui® si cauzeze defectari
sau degradari. Solutiile chimice de
dezizolare nu vor trebui® s fie
folosite pentru firele impletite.

(8) Clasa 1-Defect
Clasa 2-Defect
Clasa 3-Defect

3.8 Dispozitive Termocontractabile la Lipire Dispozitivele
termocontractabile la lipire vor
trebui’ si fie utilizate in conformitate
cu recomandarile producatorului daca
nu este specificat in alt mod. De vazut
cerintele de curatare de la 8.1.

(9) Clasa 1-Defect
Clasa 2-Defect
Clasa 3-Defect
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3.9 Componente Componentele (de ex., dispozitivele
electronice, partile mecanice, PCB-urile) alese pentru

asamblare vor trebui' si fie
compatibile cu toate materialele
si procesele, de ex. in domeniul

(1) Clasa 1-Defect
Clasa 2-Defect
Clasa 3-Defect

temperaturilor, folosite la fabricarea
ansamblului/produsului.

Componentele sensibile la umiditate (asa cum sunt
clasificate dupa IPC/JEDEC J-STD-020 sau alte proceduri)
vor trebui' manipulate intr-o manierd consecventi cu
IPC/JEDEC J-STD-033 sau alte proceduri documentate.

3.9.1 Solderabilitatea Componentele electronice/
mecanice (inclusiv PCB-uri) si firele care urmeaza

a fi lipite vor trebui® sa indeplineasci cerintele de
solderabilitate din J-STD-002 sau echivalent iar PCB-
urile vor trebui’si indeplineasca cerintele din J-STD-003
sau echivalent. Cand este realizatd o precositorire si o

inspectie a acesteia, ca o etapd a unui
proces de asamblare documentat,
aceste operatii pot fi asimilate

(2) Clasa 1-Defect
Clasa 2-Defect
Clasa 3-Defect

testararilor de solderabilitate
(v.3.9.2).

3.9.2 Mentinere Solderabilitate Producitorul va trebui®
sd asigure ca toate componentele, reperele, terminalele,
firele si PCB-urile care au intrunit cerintele din 3.9.1 sunt
solderabile de la bun inceput pentru operatii manuale si/sau

automate de lipire. Producatorul ar
trebui sa isi stabileasca proceduri
care sa minimizeze degradarile

(3) Clasa 1-Defect
Clasa 2-Defect
Clasa 3-Defect

solderabilitatii elementelor
(v.IPC-HDBK-001).

3.9.3 indepértarea Aurului  Aurul va

4 - n . (4) Clasa 1-Nestab
trebui* sa fie indepartat:

Clasa 2-Ind Proc
Clasa 3-Defect

* De pe cel putin 95% din suprafata de

lipit a terminalelor componentelor ce
urmeaza a fi lipite in gauri metalizate, cu acoperiri de
aur 1n grosime de 2.5 pm [0.0984 mil] sau mai mari.

* De pe 95% de pe toate suprafetele componentelor
montate pe suprafata ce urmeaza a fi lipite indiferent
de grosimea aurului.

* De pe suprafata de lipit a conectorilor placati cu aur in
grosime de 2.5 um [0.0984 mil] sau mai mult. Un proces
de dubla de stanare sau un val dinamic de aliaj poate fi
folosit pentru indepartarea aurului.

Acoperirile PCB-urilor cu aur prin imersie pe nichel depus
chimic (ENIG-Electroless nickel immersion gold) sunt
exceptate de la aceasta cerinta.

Aceste cerinte ar putea fi eliminate daca existd dovezi
obiective disponibile pentru analiza ca nu sunt probleme
legate de fragilitatea indusa de prezenta aurului in lipitura
asociate procesului de lipire utilizat.

3.9.4 Refacerea Reperelor Nesolderabile inainte de lipire,
terminalul unei componente, o terminatie sau un PCB care
nu este conform cerintelor de solderabilitate din 3.9.1,
poate fi reprocesat (de ex. prin cufundare in aliaj topit).

In timpul cositoririi, la terminalele componentelor care
sunt sensibile la temperaturd vor trebui® si fie atasate

radiatoare. Un reper reprocesat va
trebui’ si fie conform cu cerintele
din 3.9.1, mai putin Imbatranirea

(5) Clasa 1-Defect
Clasa 2-Defect
Clasa 3-Defect

accelerata la vapori de apa.

3.9.5 Defectarea Componentei si a Etansarii Capsulele

componentelor si etangdrile zonelor pe

. . 6 o (6) Clasa 1-Defect
unde ies terminalele nu vor trebui® si

Clasa 2-Defect

fie deteriorate peste limitele cerintelor Clasa 3-Defect

din specificatii.

3.9.6 Defectarea Componentei Defecte minore pe
suprafata, decolorari, crapaturi ale meniscului, sau agchii
foarte mici sunt acceptabile. Totusi, acestea nu vor trebui’
sd expund substratul componentei sau elementul activ si
nici sa afecteze integritatea structurald. Nu va trebui’

sa existe nici o defectare a componentelor in plus

fata de limitele admise specificate ale

. (7) Clasa 1-Defect
componentei. Componentele nu vor

Clasa 2-Defect

trebui’ si fie carbonizate. Crapaturile Clasa 3-Defect

vizibile pe zonele de etansare
metal-sticld nu sunt acceptabile.

Nota: Un ajutor cu exemple vizuale poate fi gasit in
IPC-A-610.

3.9.7 Acoperirea Meniscului
Terminalul componentei nu
va trebui® si fie tiiat in zona
meniscului.

(8) Clasa 1-Nestab
Clasa 2-Defect
Clasa 3-Defect

3.10 Cerinte de Curatare inainte de Lipire Ansamblul ar
trebui sa fie curat de orice material care ar impiedica
indeplinirea cerintelor la acest standard.

3.11 Echipamente si Unelte de Lipire Uneltele si
echipamentele folosite vor trebui’ si fie alese si
intretinute astfel incat prin folosirea lor sa nu rezulte

nici o defectare sau degradare care ar fi in detrimentul
functiilor proiectate ale elementelor sau ansamblurilor.
Statiile de lipit, echipamentele si sistemele vor trebui’ sa
fie alese si folosite pentru a asigura controlul temperaturii
si izolarea fata de suprasolicitare electrica sau ESD (v.4.1).
O unealta folosita la taierea terminalelor nu va trebui’

sa transmita socuri care sd defecteze Tmbinarea de etansare
a componentelor sau l'ega’%turi‘l'e interne. (9 Clasa 1-Dofoct
In Anexa B sunt date indicatii pentru Clasa 2-Defect
selectia si intretinerea uneltelor. ts

N
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4 CERINTE GENERALE PENTRU LIPIRE S| ASAMBLARE

4.1 Descarcare Electrostatica (ESD) Daca se utilizeaza
dispozitive susceptibile la ESD, producitorul va trebui’
sd stabileasca si sa implementeze un program documentat
de control la ESD in concordanta

cu ANSI/ESD-20.20 sau cu alta
specificatie. Documentatia necesara
pentru un program efectiv va trebui’

(1) Clasa 1-Defect
Clasa 2-Defect
Clasa 3-Defect

sa fie disponibild pentru analiza.

4.2 Facilitati Curatenia si conditiile de mediu in toate
ariile de lucru vor trebui’ si fie mentinute la nivele care sa

prevind contaminarea sau deteriorarea
sculelor, materialelor si suprafetelor
de lipit. Mancatul, bautul si/sau

(2) Clasa 1-Defect
Clasa 2-Defect
Clasa 3-Defect

fumatul vor trebui’ si fie interzise
in ariile de lucru.

4.2.1 Controlul Conditiilor de Mediu Facilitatile de lipire
ar trebui sa fie inchise, temperatura si umiditatea sa fie
controlate, presiunea interioara sd fie mentinuta la un
nivel pozitiv.

4.2.2 Temperatura si Umiditatea
Atunci cand umiditatea scade la
un nivel de 30% sau mai putin,

(3) Clasa 1-Nestab
Clasa 2-Defect
Clasa 3-Defect

producitorul va trebui® sa verifice
dacd programul de control al
descarcarilor electrostatice este adecvat si ca domeniul

de umiditate din ariile de asamblare este suficient pentru

a permite lipirea si daca materialele de asamblare mai

sunt corespunzatoare, bazat pe recomandarile vanzatorului
sau pe dovezi documentate ale randamentului procesului.
Pentru comfortul operatorului si mentinerea solderabilitatii,
temperatura ar trebui sa fie mentinuta intre 18°C [64.4°F]
si 30°C [86°F] si umiditatea relativa nu ar trebui sa
depaseasca 70%. Pentru controlul procesului, pot fi
stabilite limite mult mai restrictive.

4.2.3 lluminatul Iluminatul la suprafata punctelor de lucru
ar trebui sa fie de minim 1000 Im/m?. Sursele de iluminat
ar trebui sa fie alese pentru a preveni umbrele.

4.2.4 Operatii de Asamblare in Exploatare In operatiile
de asamblare 1n exploatare pe produse de Clasa 3, unde
controlul conditiilor de mediu nu se poate asigura in mod

efectiv, vor trebui? luate precautii
pentru a maximiza calitatea
conexiunilor lipite si a minimiza

(4) Clasa 1-Nestab
Clasa 2-Nestab
Clasa 3-Defect

efectele de mediu necontrolat asupra
operatiilor care sunt realizate pe
hardware.

4.3 Cerinte Generale pentru Montarea Reperelor Atunci
cand un proiect impune in mod expres montarea unor
componente incapabile de a rezista
unui proces particular, aceste
componente vor trebui’ si fie
montate si lipite pe ansamblu intr-o
operatie separata.

(5) Clasa 1-Defect
Clasa 2-Defect
Clasa 3-Defect

Daci se impune curitarea, reperele vor trebui® sa fie
montate cu o distanta suficienta

intre corpul reperului si suprafata PCB-ului pentru a
asigura o curatarea adecvata si testarea gradului acesteia.
Ansamblurile ar trebui curdtate dupa fiecare operatie de
lipire astfel incat operatiile ulterioare de plantare si lipire sa
nu fie afectate de contaminanti (v. 8, Cerintele Procesului
de Curatare).

Pe ansamblurile care folosesc tehnologii mixte de montare,
componentele cu terminale in gauri metalizate ar trebui
montate pe o singura fata a cablajului. Componentele
montate pe suprafatd pot fi montate pe oricare din fetele
ansamblului.

Reperele ar trebui montate astfel incat marcarile si
referintele specifice sa fie vizibile (v. 9.2).

4.4 Obstructia Gaurii Pirtile i componentele vor trebui®
sd fie montate astfel incat acestea sa
nu Tmpiedice curgerea aliajului spre
fata de destinatie a aliajului prin
gaurile metalizate (PTH) care necesita
a fi lipite. (A se vedea Fig. 4-1 si
4.1.4.3)

(6) Clasa 1-Accept
Clasa 2-Ind Proc
Clasa 3-Defect

®
“u

@
v

e

Figura 4-1 Obstructia Gaurii
1. Montaj Apropiat

2. Aer

3. Corpul componentei

4. Aliaj

IPC-001d-4-001

4.5 lzolarea Capsulei Metalice a Componentei
Componentele care au capsule
metalice vor trebui’ si fie izolate
electric de elementele electrice
conductive din apropiere.

(7) Clasa 1-Defect
Clasa 2-Defect
Clasa 3-Defect

nts
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4.6 Limitele intinderii Adezivilor Materialele adezive,
atunci cand sunt folosite, nu vor trebui' si impiedice

posibilitatea formarii unei conexiuni
lipite corespunzator. Materialele
adezive care se extind de sub
componentele SMD nu vor trebui’
sa fie vizibile in ariile terminatiilor.
Materialele adezive, de ex. cele
utilizate la sustinere, Imbinare, nu vor

(1) Clasa 1-Defect
Clasa 2-Defect
Clasa 3-Defect

(2) Clasa 1-Accept
Clasa 2-Ind Proc
Clasa 3-Defect

trebui' s contacteze ariile neprotejate ale unei
componente care are corpul de sticla introdus

intr-un manson de protectie.

4.7 Montarea de Repere peste alte Repere (Suprapunerea

Componentelor) Atunci cand este
prevazut in proiectul/documentatia de
asamblare, reperele nu vor trebui® sa
afecteze distantele de izolare fata de
alte componente sau repere.

(3) Clasa 1-Defect
Clasa 2-Defect
Clasa 3-Defect

4.8 Conectori si Arii de Contact Suprafata(ele) de
imperechere (lucru) ale conectorilor sau acele arii de

contact folosite in scopul stabilirii unei
legaturi electrice vor trebui® s fie
curate de contaminanti sau alte

(4) Clasa 1-Defect
Clasa 2-Defect
Clasa 3-Defect

materiale straine.

4.9 Manipularea Reperelor Reperele vor trebui® si

fie manipulate Intr-un astfel de mod incat sa se elimine
defectarea terminatiilor si sa se evite necesitatea de
indreptare a terminalelor la operatiile ulterioare. Odata ce
reperele sunt montate pe PCB, ansamblurile nelipite vor
trebui® sa fie manipulate, transportate ( de ex. cu ajutorul
manilor sau automat pe un conveior) i procesate intr-un
astfel de mod ncat sa se excluda orice migcare care ar
avea un efect daunator in formarea unor imbinari lipite
acceptabile. Atunci cdnd componetele sunt lipite cu pasta
de aliaj, ansamblul nelipit ar trebui procesat astfel incat
componenta sa nu se deplaseze pe pasta rezultand astfel
o componenta nealiniata care depaseste cerintele din

Capitolul 7. Dupa realizarea
operatiilor de lipire, ansamblul va
trebui® si fie suficient ricit astfel

(5) Clasa 1-Defect
Clasa 2-Defect

Clasa 3-Defect

ca aliajul de lipire sa fie solidificat
inainte de manipularea ulterioara.

4.9.1 Preincalzirea La operatiile de lipire, altele decat cele
realizate manual, ansamblurile ar trebui sa fie preincalzite
pentru a se minimiza efectul prezentei solventilor volatili
inainte de expunerea la aliajul topit, a reduce socul termic

aplicat la PCB si componente, a

N oo .. .. (6) Clasa 1-Defect
imbunatati curgerea aliajului si a

Clasa 2-Defect

minimiza timpul cat aliajul este n Clasa 3-Defect

faza topita. Expunerea la temperatura

defecteze PCB-ul, componentele sau performantele de
lipire.

4.9.2 Racirea Controlatd Récirea controlata ar putea sa
fi utilizata. Daca este folosita, racirea
controlata (accelerata sau cu o rampa
de incetinire) va trebui’ si fie

in concordanta cu procedurile
documentate.

(7) Clasa 1-Nestab
Clasa 2-Defect
Clasa 3-Defect

4.9.3 Uscare/Degazare Inainte de lipire, ansamblul poate
fi tratat incat sd reduca efectul daunator al umezelii sau a
altor compusi volatili.

4.9.4 Dispozitive si Materiale de Sustinere Echipamentele,
dispozitivele, materialele sau alte tehnici folosite la
manipularea PCB-urilor sau de mentinere a reperelor si
componentelor pe PCB-uri, in toate momentele si fazele
procesului de lipire, vor trebui ® si nu contamineze,
defecteze sau sd duca la degradarea PCB-urilor

si componentelor. Echipamentul, dispozitivele,

materialele sau tehnicile aplicate

ar trebui sd fie adecvate mentinerii
pozitiei componentei §i sd permita
curgerea aliajului prin gaurile
metalizate si/sau pe ariile terminalelor.

(8) Clasa 1-Defect
Clasa 2-Defect
Clasa 3-Defect

4.10 Radiatoare Atunci cand se lipeste manual
o componenta de care se stie ca este
sensibila la temperaturi, va trebui’
sa fie atagat un sunt termic sau un
radiator intre aria ce trebuie lipita si
corpul componentei pentru a micsora
incélzirea componentei.

(9) Clasa 1-Defect
Clasa 2-Defect
Clasa 3-Defect

4.11 Masina de Lipit (Nonreflow)

4.11.1 Controlul Echipamentelor Producatorul va
trebui'’ si pastreze proceduri operationale care sa
descrie procesul de lipire si operarea corespunzatoare

a masinii automate de lipit si a echipamentelor asociate.

Pentru masina de lipit, aceste
proceduri, ca o cerintd minima, vor
trebui'® sa defineasca temperatura de
preincélzire, procedurile de aplicare

a fluxului si acoperirea, temperatura
aliajului, controlul atmosferei (daca se aplicd), viteza
conveiorului, frecventa masuratorilor de verificare

a temperaturilor si frecventa de analiza a compozitiei
baii de aliaj.

(10) Clasa 1-Nestab
Clasa 2-Defect
Clasa 3-Defect

Daca oricare dintre caracteristicile mentionate anterior
necesita a fi reajustata pentru un ansamblu diferit, alt
proiect sau orice alt element real de identificare, vor

trebui'’ si fie identificati parametrii dgﬂﬁuments
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4.11.2 Baia de Aliaj
imprimat la baia de aliaj va trebui’
sa fie limitata la o duratd care nu

va degrada cablajul sau elementele
montate pe acesta. Temperatura
aliajului din baie, in functie de aliajul

Perioada de expunere a oricarui cablaj

(1) Clasa 1-Defect
Clasa 2-Defect
Clasa 3-Defect

(2) Clasa 1-Nestab
Clasa 2-Defect

Clasa 3-Defect

folosit, va trebui’ si fie reglati la o
valoare predeterminata cu o toleranta
de + 5°C [9°F].

4.11.2.1 intretinerea Béii de Aliaj Puritatea aliajului

din baia masinii de lipit a ansamblurilor va trebui’ sa fie
mentinuta in conformitate cu 3.2.2. Zgura va trebui’ si fie
indepartata din baia de aliaj intr-un
astfel de mod incat sa se asigure

ca zgura nu intrd 1n contact cu
elementele de lipit. Sunt acceptabile
metode manuale sau automate de
indepartare a zgurei.

(3) Clasa 1-Nestab
Clasa 2-Nestab
Clasa 3-Defect

4.12 Lipirea prin Retopire (Reflow)
Producitorul va trebui* si dezvolte si
sd mentina proceduri operationale care
descriu procesul de lipire prin reflow
si functionarea corespunzatoare a
echipamentului. Aceste proceduri, ca o cerintd minima,
vor trebui? sa defineasci profilul reproductibil timp/
temperaturd incluzand procedurile de aplicare si acoperire
cu flux si pastd de lipire, operatia de uscare/degazare (cand
este cerutd), operatia de preincalzire (cand este ceruta),
controlul atmosferei (daca este folosit), operatia de retopire
a aliajului si operatia de racire (vezi 4.9.2). Acesti pasi pot

(4) Clasa 1-Nestab
Clasa 2-Defect
Clasa 3-Defect

4.14 Conexiunea Lipita Toate conexiunile lipite vor
trebui® si prezinte dovezi clare de umezire si de aderent
acolo unde aliajul se Imbina pe suprafata de lipit. Lipiturile
conexiunilor ar trebui sa aibe un aspect in general neted.
Diverse semne sau zgarieturi in lipitura conexiunii nu

vor trebui® si degradeze integritatea acestei legaturi.

Existd compozitii de aliaje de lipire, acoperiri de
componente §i terminale sau de circuite imprimate si
procese speciale de lipire ( de ex. racire lenta a cablajelor
de masa mare) care ar putea sa prezinte lipiturile cu un
aspect mat, nelucios, satinat, gri sau cu un aspect grauntos
si care sunt considerate normale pentru materialul sau
procesul folosit. Aceste lipituri ale conexiunilor sunt
acceptabile.

Umezirea nu poate fi apreciatd intotdeauna prin aspectul
suprafetei. In mod tipic, gama larga de aliaje de lipire
folosite ar putea sa prezinte unghiuri de contact incepand
de la valori mici sau aproape de zero pana in apropierea
celei de 90°. Ca o imbinarea prin lipire sa fie acceptabila
aceasta va trebui® si prezinte dovada umezirii si aderentei
in zona unde aliajul de lipire se amesteca pe suprafata de
lipit. Unghiul de umezire in punctul de contact al lipiturii
(aliaj la componenta si aliaj la zona de lipire de pe cablaj)
nu va trebui® sa depiseasci 90° (Fig. 4-2 A, B). Ca

o exceptie, unghiul de umezire in
punctul de contact dintre aliaj si
zona de lipire de pe cablaj, poate
depasi 90° (Fig. 4-2 C, D) atunci
cand se depaseste conturul landului
sau lacul selectiv la lipire.

(6) Clasa 1-Defect
Clasa 2-Defect
Clasa 3-Defect

fi o parte ai unui sistem integrat sau o succesiune legata
sau pot fi realizati printr-o serie de operatii separate. <90 90 >90 >90
4.13 Lipire Intruziva (Pasta-in-Gaura) Aceste criterii @ @ @ @
se aplica la lipirea prin reflow a conexiunilor
in gauri. Aliajul va trebui® sa fi D
dln. gauri. Aliajul va trebui s;a 1Ae 5) Clasa |-Dofoct A B C
aplicat pe un ansamblu astfel incat Clasa 2-Defect - . - -
e e o Figura 4-2 Unghiuri de Umezire Acceptabile
conexiunile lipite in gauri prin Clasa 3-Defect
reflow sa corespunda cerintelor
din Tabelul 4-1.
Tabel 4-1 Acceptabilitate Lipituri, Lipire Intruziva, Gauri Metalizate’
Criteria Clasa 1 Clasa 2 Clasa 3
A. Umplerea pe verticala cu aliaj?. Nespecificat 75% 75%
B. Umezirea pe fata sursé a aliajului intre terminal si interiorul g&urii®. 270° 270° 330°
C. Prope_ntu_lsdln aria landului udata corespunzator cu aliaj pe fata sursa 75% 75% 75%
a aliajului®.
D. Rgc‘ord‘uAI Si udare; cor(_a_spun.zatoarfa cu aliaj pe fata destinatie a Not Specified 180° 270°
aliajului intre terminal si interiorul gaurii.
E. Procentul din aria landului udata corespunzator cu aliaj pe fata 0 0 0
destinatie a aliajului.
Nota 1. Aliajul care a udat se refera la cel aplicat de procesul de lipire.
Nota 2. Procentul de 25% de neumplere include adanciturile atat pe fata destinatie céat si pe cea sursa.
Nota 3. Se aplica la oricare fata la care pasta de lipire era aplicata. Doc u m entS
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Prima diferenta dintre lipiturile create cu aliaje staniu-
plumb si procesele care folosesc aliaje fara plumb consta
in aspectul vizual al acestora. Toate celelalte criterii
pentru racordul lipiturii sunt la fel. Fotografiile din
Anexa E prezinta lipituri acceptabile folosind diverse
tipuri de aliaje si procese.

Imbinarile cu staniu-plumb sau fira plumb pot prezenta
aspecte similare dar cele fara plumb, mult mai probabil,
pot avea suprafatd rugoasa (grauntoasa sau matd) sau
unghiuri diferite de contact.

4.14.1 Expunerea Metalului de Baza Expunerea
metalului de baza pe terminale sau landuri este
acceptabila cu asigurarea ca acesta situatie nu face
parte din zona care necesita a fi acoperita cu aliaj.
Aceste suprafete includ in mod tipic, dar nu sunt
limitate doar la acestea, capetele terminalelor de
componente si zonele laterale pe landuri si/sau
traseele cablajelor imprimate.

4.14.2 Expunerea Acoperirilor Suprafetelor Expunerea
acoperirilor suprafetelor pe terminale sau landuri este
acceptabila cu asigurarea ca acesta situatie nu face parte
din zona care necesita a fi acoperita cu aliaj.

4.14.3 Lipituri Defecte Urmatoarele
conditii ale lipiturilor vor trebui' si
fie considerate ca defecte:

(1) Clasa 1-Defect
Clasa 2-Defect
Clasa 3-Defect

a. Lipituri fracturate
b. Lipituri deranjate
c. Lipituri reci

d. Aliaj care afecteaza distanta minima de izolare (de ex.
punti de aliaj), sau care contacteaza corpul componentei
(cu exceptia notate In 7.6.7 i 7.6.8).

e. Neincadrare la cerintele de umezire din 4.1.4

f. Poduri de aliaj intre conexiuni cu exceptia celor
necesare prin proiect.

4.14.4 Lipituri Vizibile Partial sau Ascunse Lipiturile
conexiunilor vizibile partial sau ascunse sunt acceptabile
cu asigurarea ca urmatoarele cerinte sunt indeplinite:
a. Proiectul nu impiedica aliajul sa ajunga la orice
element de conexiune pe fata destinatie a aliajului
(de ex. terminale de componente in gauri metalizate)

b. Portiunea vizibila, oricare, a conexiunii pe oricare
parte a gaurii metalizate (sau portiunea vizibila a
unei conexiuni SMD) este acceptabila.

c. Parametrii de control ai procesului sunt mentinuti
intr-un astfel de mod incat se asigura repetabilitatea
tehnicilor de asamblare.

5 CONEXIUNI CU FIRE $I TERMINALE

5.1 Pregatirea Firului si a Cablului Decolorarea izolatiei

izolatia nu va trebui’ si fie carbonizata. Agentii chimici
de dezizolare vor trebui’ si fie folositi numai pentru fire
solide si sa fie neutralizati chimic sau
indepartati Tnainte de lipire.

(2) Clasa 1-Defect
Clasa 2-Defect
Clasa 3-Defect

(3) Clasa 1-Accept
Clasa 2-Defect
Clasa 3-Defect

Numarul firelor defectate (ciupite sau
rupte) dintr-un cablu multifilar nu va
trebui” si depisesci limitele date in
Tabelul 5-1. Nu va trebui’ si fie
admisa o deformare in forma de
colivie a manunchiului de fire, dincolo de diametrul
exterior al izolatiei. (Recomandari si cerinte privind
utilizarea firelor in aplicatii de inalta tensiune sunt date
in 1.13.2.3)

5.1.1 Cositorirea Cablului Multifilar Portiunile cablurilor
multifilare care urmeazi a fi lipite vor trebui® si fie
cositorite inainte de montare cand:

* Firele vor fi preformate pentru lipire pe terminale.

* Firele vor fi preformate pentru lipire prin imbinare
(alte procedee decat in ochiuri).
Curgerea prin capilaritate a aliajului
sub izolatie nu va trebui® si se
extinda 1n portiunea firului care este
ceruta sa ramana flexibila. Aliajul va
trebui? s ude portiunea de cositorit
si ar trebui sa patrunda la straturile
interioare de fire.

(4) Clasa 1-Nestab
Clasa 2-Defect
Clasa 3-Defect

(5) Clasa 1-Defect
Clasa 2-Defect
Clasa 3-Defect

Cablurile multifilare nu vor trebui* si fie cositorite cand:
* Firele vor fi folosite in conexiuni sertizate.

» Firele vor fi folosite la legéturi cu infiletari.

* Firele vor fi folosite la o imbinare in ochiuri.

* Firele vor fi folosite in dispozitive termocontractibile.

5.2 Lipirea pe Terminale Terminalele
si cele tip cupa nu vor trebui® si fie
modificate pentru a accepta conductori
mai mari.

(6) Clasa 1-Nestab
Clasa 2-Defect
Clasa 3-Defect

5.3 Montarea Terminalelor Bifurcate, Tura si Crestate

5.3.1 Defectarea Tijei Tija nu va
trebui’ si prezinte despicituri sau
fisuri circumferentiale, indiferent

de marimea lor. Tija terminalului nu
va trebui’ si fie perforati, despicata,
fisurata sau sa aibe alte discontinuitati de o astfel de
marime incat uleiurile, fluxurile, cernelurile sau alte
substante lichide folosite in procesarea cablajelor sa
poata sa fi prinse 1n interiorul gaurii de montare.

(7) Clasa 1-Defect
Clasa 2-Defect
Clasa 3-Defect

5.3.2 Defectarea Flansei Aria roluitd sau umflata a flangei
va trebui' si nu prezinte lipsa de material, despicaturi sau

fisuri circumferentiale. D ocuments
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